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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年5月2日(2013.5.2)

【公開番号】特開2012-156267(P2012-156267A)
【公開日】平成24年8月16日(2012.8.16)
【年通号数】公開・登録公報2012-032
【出願番号】特願2011-13459(P2011-13459)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/304    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/306    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/304   ６５１Ｈ
   Ｈ０１Ｌ  21/304   ６４３Ａ
   Ｈ０１Ｌ  21/304   ６５１Ａ
   Ｈ０１Ｌ  21/304   ６４８Ｋ
   Ｈ０１Ｌ  21/306   　　　Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成25年3月14日(2013.3.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　次に、図２Ａ、図２Ｂ、図９、図１０Ａ及び図１０Ｂを参照して、Ｖ字形ノズル６０の
構成について説明する。Ｖ字形ノズル６０は、中央部分６０Ｃと、この中央部分６０Ｃに
接続されるとともにＶ字形に配置された第１の棒状部分６０Ａおよび第２の棒状部分６０
Ｂと、を有している。中央部分６０Ｃにおいて、Ｖ字形ノズル６０は処理流体供給管４０
の上端に取り付けられている。中央部分６０Ｃは、リフトピンプレート２０の貫通穴２０
ａを覆うカバー部材としての役割をも果たす。棒状部分６０Ａ，６０Ｂは中央部分６０Ｃ
からリフトピンプレート２０の半径方向外側すなわちウエハＷの半径方向外側に延び、処
理時にリフトピン２２と干渉しないように（処理時にＶ字形ノズル６０は回転しないがリ
フトピンプレート２０は回転する）、リフトピン２２が配置される仮想円周のわずかに手
前で終端している。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　特に図１１（ａ）および図１２（ａ）に示すように、棒状部分６０Ａ，６０Ｂは翼型に
類似する断面形状を有している。この液処理装置では、棒状部分６０Ａ，６０Ｂに対して
ウエハＷが図１０Ａ、図１１（ａ）、図１２（ａ）に示す矢印Ｒ方向に回転するようにな
っている。このとき、ウエハＷの下面とリフトピンプレート２０との間には矢印Ｒ方向の
気流が生じる。翼型断面を有する棒状部分６０Ａ，６０Ｂの上方を通過する気流により、
液の流れが改善される。詳細には、気流は、棒状部分６０Ａ，６０Ｂの背面とウエハＷと
の間を通過する際に、絞り効果により流速を増すとともにウエハＷの下面に向かうように
整流される。このように棒状部分６０Ａ，６０Ｂの影響を受けた気流は、ウエハＷの下面
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上に衝突した処理液（例えば薬液）がウエハＷの下面に沿ってスムーズに拡散することを
助ける。また、棒状部分６０Ａ，６０Ｂが翼型断面を有することにより、気流の影響によ
る棒状部分６０Ａ，６０Ｂの振動が最小限に抑制される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　なお、第１および第２の吐出口６１，６２およびこれに連なる吐出路（６７ａ，６７ｂ
、６８ｂ）の径はかなり小さい（直径０．３～０．５ｍｍ程度）のため、液が吐出口およ
び吐出路を通過するときに、摩擦で帯電する。これを防止するため、Ｖ字型ノズル６０は
、導電性のある材料、例えばカーボンファイバー入りのＰＦＡにより形成することが望ま
しい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　図１４に示すように、Ｖ字形ノズル６０の中央部分６０Ｃと処理流体供給管４０の頭部
４１が連結されると、処理流体供給管４０内を鉛直方向に延びるＤＩＷ供給路４０ｄと中
央部分６０Ｃ内を鉛直方向に延びる吐出路６３ａが連通する。これにより、ＤＩＷ供給路
４０ｄを介して送られてきたＤＩＷを第３の吐出口６３からウエハＷ下面に向けて吐出さ
せることが可能となる。なお、第３の吐出口６３は、そこから吐出されるＤＩＷが確実に
ウエハＷ下面の中央Ｗｃに到達することが保証されるような形状に形成されている。また
、中央部分６０Ｃと頭部４１が連結されると、処理流体供給管４０内を鉛直方向に延びる
第２のＮ２ガス供給路４０ｅと中央部分６０Ｃ内を鉛直方向に延びる吐出路６４ａが連通
する。これにより、第２のＮ２ガス供給路４０ｅを介して送られてきたＮ２ガスを第４の
吐出口６４からウエハＷ下面に向けて吐出させることが可能となる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　基板洗浄装置１０は、その全体の動作を統括制御するコントローラ１００を有している
。コントローラ１００は、基板洗浄装置１０の全ての機能部品（例えば回転駆動部３９、
昇降駆動部５０、第１～第５流体供給機構７０ａ～７０ｅ）の動作を制御する。コントロ
ーラ１００は、ハードウエアとして例えば汎用コンピュータと、ソフトウエアとして当該
コンピュータを動作させるためのプログラム（装置制御プログラムおよび処理レシピ等）
とにより実現することができる。ソフトウエアは、コンピュータに固定的に設けられたハ
ードディスクドライブ等の記憶媒体に格納されるか、或いはＣＤＲＯＭ、ＤＶＤ、フラッ
シュメモリ等の着脱可能にコンピュータにセットされる記憶媒体に格納される。このよう
な記憶媒体が参照符号１０６で示されている。プロセッサ１０７は必要に応じて図示しな
いユーザーインターフェースからの指示等に基づいて所定の処理レシピを記憶媒体１０６
から呼び出して実行させ、これによってコントローラ１００の制御の下で基板洗浄装置１
０の各機能部品が動作して所定の処理が行われる。コントローラ１００は、図１に示す液
処理システム全体を制御するシステムコントローラであってもよい。
【手続補正６】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
　上記の実施形態によれば、ＩＰＡ置換工程におけるＩＰＡミストの供給が、ウエハＷの
中心部に対向する位置とウエハＷの周縁部に対向する位置の間に配列された複数の吐出口
６２を有する、ウエハＷの下方に設けられたノズルにより行われるため、ウエハＷの下面
上にあるＤＩＷを、ウエハＷ全域において均一に、かつ迅速に、ＩＰＡに置換することが
できる。また、各工程、特にＮ２スピン乾燥工程において、ウエハＷの下方空間は、液処
理装置の構成部材（特にリフトピンプレート２０、回転カップ３６）により囲まれるため
、ウエハＷの下方空間を意図する雰囲気に維持することが容易である。すなわち、薬液処
理工程であるＤＨＦ洗浄工程では、薬液雰囲気をウエハＷの下方空間に閉じこめておくこ
とができ、また、Ｎ２スピン乾燥工程においては、ウエハＷの下方空間すなわちウエハの
処理対象面に面する空間を低酸素低湿度の雰囲気に維持することができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　２０　板状体（リフトピンプレート）
　３０　基板保持部（保持プレート）
　２２　リフトピン
　３１、３７　保持部材（基板保持部材、固定保持部材）
　３９　回転駆動部
　３６　回転カップ
　５６　外カップ
　６０　ノズル（Ｖ字形ノズル）
　６０Ａ　ノズルの第１の棒状部分
　６０Ｂ　ノズルの第２の棒状部分
　６０Ｃ　ノズルの中央部分
　６１　第１の吐出口
　６２　第２の吐出口
　６３　第３の吐出口
　６４　第４の吐出口
　Ｗ　　基板（半導体ウエハ）
【手続補正８】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２Ａ
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図２Ａ】

【手続補正９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１３】

【手続補正１０】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１４
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１４】
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